江苏省产业技术研究院专用集成电路技术研究所

项目团队立项答辩会议程

会议时间：2015年7月20日（周一）
会议地点：无锡新区菱湖大道99号

               专用集成电路技术研究所  东南院401会议室

参会人员：专家组、项目团队负责人、其他人员  

日程议程

	时间
	议程内容

	8:30—9:30
	专家组预备会

	9:30—9:35
	主持人介绍参会来宾

	9:35—9:40
	研究所领导讲话

	9:40—9:45
	专家组组长讲话

	9:45—10:30
	“智能高压驱动芯片及模块研发”项目报告

	10:30—11:15
	“智能图像传感器芯片及模块研发”项目报告

	11:15—12:00
	“面向下一代移动通信的高能效可重构基带信号处理关键技术”项目报告

	12:00—13:30
	午餐休息

	13:30—14:15
	“软硬件协同SoC硅前架构评估”项目报告

	14:15—15:00
	“面向XX应用的可重构安全芯片 ”项目报告

	15:00—16:00
	总结


                                       东南大学—无锡集成电路技术研究所

                                        2015年7月17日

附：参会人员名单

专家组成员：

	陈军宁
	安徽大学电子科学与技术学院 院长

	李云岗
	北京华虹集成电路设计有限责任公司 研究员

	郭  晋
	总参机要局  研究员

	楠亚丁
	北京电子技术研究所  研究员

	李文渊
	东南大学射频与光电集成电路研究所 教授

	陆生礼
	江苏省产业技术研究院专用集成电路技术研究所 常务副所长

	黄见秋
	江苏省产业技术研究院专用集成电路技术研究所 副所长

	刘  昊
	江苏省产业技术研究院专用集成电路技术研究所 


项目团队负责人：

	张立新
	“智能高压驱动芯片及模块研发”项目

	余  浩
	“智能图像传感器芯片及模块研发”项目

	龚  宇
	“面向下一代移动通信的高能效可重构基带信号处理关键技术”项目

	张  阳
	“软硬件协同SoC硅前架构评估”项目

	杨锦江
	“面向XX应用的可重构安全芯片 ”项目


其他人员：

	时龙兴
	江苏省产业技术研究院专用集成电路技术研究所 所长

	吴建辉
	江苏省产业技术研究院专用集成电路技术研究所

	周  烨
	无锡芯响电子科技有限公司 总经理


